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印制板化学镍/钯/浸⾦（E�EPIG）规范

1 范围

1.1 范围声明 本规范规定了使用化学镍/钯/浸金（E�EPIG）作为印制板表面处理的要求。本规范
规定了E�EPIG应用于焊接、金属线键合和接触面涂覆层的沉积厚度规格。本标准适用于化学药水供
应商、印制板制造商、电子制造服务（EMS）和原始设备制造商（OEM）。

1.2 描述 E�EPIG是沉积在以铜为基底金属上的一个三层的表面处理。E�EPIG由镍作为基础层，
再镀上一层钯层作为阻挡层，最外层沉积一层薄薄的金层。关于沉积过程的详细信息，见本规范附录

1。它是一种多功能的表面处理，适用于焊接以及金、铝和铜的金属线键合工艺。它也适合作为软薄
膜和钢凸圆接触的配合表面。其它应用包括使用于低插拔力（LIF）和零插拔力（ZIF）板边连接器
和压合应用。化学钯层形成一个扩散阻挡层，阻止镍扩散到金表面。浸金保护钯层防止其在加工前

与污染物反应，否则可能会影响连接制程，如金属线键合和焊接。

1.2.1 化学镍的还原剂—磷含量 含磷的还原剂通常用于沉积过程中化学镍的还原，磷也会共沉积

在镍沉积层中。该共沉积元素的水平应该控制在供应商指定的制程范围。磷含量的变化超出规定的

制程范围，可能对表面处理的性能产生不利影响。

1.2.2 化学钯还原剂 目前有两种不同类的还原剂可使用在E�EPIG制程的化学钯槽中，一种是产生
含有共沉积元素例如磷的沉积层，一种是产生基本上为纯钯的沉积层。共沉积元素的水平应该控制

在指定的制程范围之内。在本规范的开发过程中已经评估了这两类化学钯沉积层的例子，在可焊性

或金属线键合性测试中没有观察到这两类在性能上有明显的差异。

1.3 ⽬的 本规范规定了E�EPIG作为表面处理的要求（见表3-1对这些要求的总结）。作为额外的表
面处理要求规范，它们将被IPC镀覆制程小组委员会记录为IPC-455X规范族群的一部分。这份规范和
其它表面处理规范一样，会不断地被审核。4-14小组委员会将根据需要作出适当的修订或版本升级。
4-14镀覆制程小组委员会遵循循环对比研究以生成数据来支持这个规范的各个方面的建议点。关于
这项研究的大纲，请参阅附录2。

1.3.1 优先顺序 如果出现冲突，应当按照以下优先顺序：

1. 采购文件。包括供需双方协商确定的例外于本规范的事项。
2. 布设总图。包括供需双方协商确定的例外于本规范的事项。
3. 本规范。
4. 本文件第2章列出的适用文件。

1.3.1.1 附录 本规范包含11个附录，提供的信息包含在本文件的正文后面。要知道，除非单独特别
规定，或采购文件、布设总图、其它适用文件有要求，或作为供需双方协商确定建立的内容，否则

这些附录的内容是没有约束力的要求。

1.4 性能功能

1.4.1 可焊性 E�EPIG的两个主要的功能之一是，提供一个可焊的表面涂覆层。按照IPC-J-STD-003
的测试方法，这个表面涂覆层能提供IPC第3类涂覆层耐久性的保存期限（最少12个月）。这个保存期
限适用于所有的表面贴装、通孔组装及混装应用。使用化学钯作为镍和金之间的扩散阻挡层，减轻
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